Specialni metody obrabéni

Elektroerozivni obrabéni

rozruSovani kovu pusobenim elektrické energie (elektrickymi vyboiji)
a) elektrojiskrové obrabéni hloubkove

dvé elektrody ponofené v dielektrické kapaliné (petrolej, destilovana
voda)

1. elektroda — nastroj (negativ k obrabéné plosSe, z materialu odolného
vuci

erozi — Cu, mosaz, grafit), nastroj je pouzitelny pro jednu dutinu (popf.
pak

jako hrubovaci nastroj)

2. elektroda — obrobek

g priblizeni nastroje

g kratky a silny elektricky vyboj ( 10-4 az 10-s s), ohfev materialu nad
T,

Y vymrsténi do prostoru mezi elektrodami

g kazdy vyboj rozruSuje a odebira material obrobku (postupné)

Y pfisuv nastroje (az do pozadované hloubky dutiny)

vyroba dutin zapustek, forem, praviaka z tvrdych a jiz zakalenych
materialu

(alternativa k frézovani s naslednym kalenim)

odstranéni zlomeného vrtaku z diry

b) elektrojiskrové dratové rezani

nastroj — médény drat (odviji se z jedné civky na druhou)
obrobek — na kfizovém stole (pohyb Fizen programem)

presné fezani, pomalé fezani
vyroba stfiZnic
médénydrét
r
| NJ
vedem—%é
o ®
——
&

_material




Obrabéni ultrazvukem

(magnetostrikéni ménic¢ — vinovec — nastroj)
privod brusiva (v suspenzi) mezi nastroj a
obrobek (SIC, B4C, diamant)

kmitani nastroje + tlak — ubér drobnych Castic 2
vyroba dér riznych tvard keeenifeics

obrabéni tvrdych, kfehkych a nevodivych repace 5
materléllj 1t ozvukovy "”E
nastroj — sonotroda, kmitani mene P
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Rezani vysokotlakym vodnim paprskem

tlak vody aZz 400 MPa (vysokotlaké Cerpadlo)

|ze Fezat témér vSechny materialy, které neposkodi kontakt s vodou
plechy, desky, tabule — nejvhodnéjsi polotovar, tloustka do 100 mm
fezaci hlava (vznik paprsku) zakoncena tryskou

pohyb fezaci hlavy je fizen PC (dle sestaveného programu)

Cisty vodni paprsek — mékké materialy (plasty, dfevo, guma, korek)
abrazivni paprsek, (abrazivo napf. granat) — kamen, sklo a jiné materialy
|ze Fezat jakykoli tvar v ploSe,

nelze fezat ostré vnitini hrany (kruhovity paprsek)

maly profez — velka uspora materialu (mezery mezi vyrobky 3-4 mm)
fez je bez otfepu

smés vody a abraziva se zachycuje v lapaci (vané)

zadné zplodiny — ekologicky Setrna vyroba

Kvalita fezu podle rychlosti fezani
Cisty paprsek d = 0,3 mm (dle typu a tloustky materialu)
abrazivni paprsek d = 1-2 mm



Rezani laserem

Albert Einstein (zacatek 20. stol) — princip laseru

komercni vyuziti az v 60. letech 20. stol.

zaklad fezaciho systému — zdroj laserového svazku (tzv. rezonator)

z rezonatoru je paprsek systémem zrcadel doveden az k fezaci hlavé
paprsek je zaostfen do ohniska dle typu a tloustky materialu

prameér paprsku 0,5 mm — vnitfni fezané hrany zaoblené

tavné fezani — material je taven a spara je
profukovana inertnim plynem (dusikem) — Cisty
leskly fez nezoxidovany

oxidacni fezani — levnéjsi, material je taven a
spalovan kyslikem — fez zoxidovany, drsny,
cerny

fezani kovu — ocel (do 15 mm), hlinik (do 3 mm),
mosaz (do 3 mm)

uzka fezna spara — do 0,5 mm

vysoka rychlost fezu

vliv tepla — zejména u tlustSich materialu, i nataveni hrany

tenci plech — rychlejsi fezani, méné tepla, mensi omezeni tvard, detaily
nelze fezat vice plechll na sobé, dochazi ke svarovani dilcu k sobé
ddlezita kvalita plechu (homogenita, povrch — bez barevnych popisd,
nalepek, okuji po valcovani, rzi,...)

nekvalitni plech




Rezani plazmou

plazma — specialni stav plynu, elektricky vodivy ¢aste¢né ionizovany plyn

0 vysokeé teploté (z kladnych a zapornych iontu, elektrond, atomu a
molekul)

Plyn pfisunem tepelné energie disociuje (Stépeni molekul) a ionizuje
(atomy uvolruji valen&ni elektrony, vznik kladnych iontl) — plazma
(,Ctvrté

skupenstvi latek®).

Plazmové plyny:

Plyn Teplota varu [°C] Chemicka aktivita Teplota p lazmového paprsku [K]

Vodik 252,9 Redukéni 10 000

Argon 185,9 Inertni 16 000

Hélium 268,9 Inertni 20 000

Dusik 195,8 Inertni 9 000

Kombinace plynu:

Konstrukéni ocel: kyslik, vzduch

Vysoce legovana ocel: argon/vodik, argon/vodik/dusik, argon/dusik, vzduch, dusik
Lehké kovy: argon/vodik, vzduch

Barevné kovy: argon/vodik

Plazmovy hofak — pfivod el. energie na elektrodu (katodu), ionizace
plynu.

Plazma proudi velkou rychlosti pres trysku k fezanému materialu (k
anodé), plazmovy oblouk (az 30 000°C) natavuje material, vyfukuje,
tepelné déli.

Zapali se pilotni oblouk mezi tryskou a katodou prostfednictvim
vysokého

napéti — ionizace drahy mezi plazmovym horfakem a obrabénym
pfedmétem. Dotyk pilotniho oblouku s obrabénym pfedmétem — zvySeni
vykonu hlavniho oblouku.

tloustka materialu: 1 — 160 mm

rychlejSi nez fezani vodnim paprskem (10x)
kvalita fezu srovnatelna s laserem

nelze fezat materialy, kde se méni tloustka!!!!
prach, hlu¢nost pfi fezani, UV zareni — fezani
pod vodou, nizsi rychlosti fezani




